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Система передачи низковоль-
тных дифференциальных 

сигналов LVDS появилась в 1994 
году и была обусловлена потреб-
ностями в повышении скорости 
передачи данных по витой мед-
ной паре в компьютерном и ком-
муникационном оборудовании. 
Поскольку LVDS является диф-
ференциальной системой, она ос-
нована на принципе разности ам-
плитуд напряжения, которые в 
дальнейшем идентифицируются 
и сравниваются приемником. Та-
ким образом, передаваемая ин-
формация кодируется разностью 
напряжений на двух проводни-
ках линии связи. Собственная ем-
кость линии связи определяется 
величиной согласующих резисто-
ров (80...120 Ом), которые под-
ключаются к обоим концам линии 
связи, а также значением исполь-
зуемой для кодирования инфор-
мации разности амплитуд напря-
жений. Например, если драйвер 
(передатчик) питает линию током 
3,5 мА, то на согласующем резис-
торе будет выделяться мощность 
примерно 1,2 мВт. Если срав-
нить это значение с рассеиваемой 
мощностью 90 мВт, выделяемой 
на согласующем резисторе линии 
RS-422, то становится очевидным 
преимущество LVDS-системы — 
большая экономичность 

LVDS-сигналы в настоящее вре-
мя широко применяются в высокос-
коростных компьютерных шинах. 
В качестве примеров можно при-

вести FireWire, SCSI, Serial ATA, 
RapidIO и многие др. Требования 
к LVDS-системам и сигналам опи-
сываются двумя промышленным 
стандартами. Более распростра-
ненным из них является стандарт 
ANSI/TIA/EIA-644, разработан-
ный ассоциацией телекоммуника-
ционной промышленности США 
(ассоциация TIA), который описы-
вает общие требования к электри-
ческим характеристикам сигналов. 
Другой стандарт, разработанный 
институтом инженеров по элект-
ротехнике и электронике (IEEE), 
описывает специфические требо-
вания к LVDS-системе, которая 
применяется в составе масштаби-
руемого когерентного интерфейса 
(SCI). Стандарт ANSI/TIA/EIA-
644 определяет требования к элек-
трическим характеристикам драй-
вера и приемника. Требования к 
протоколу связи не входят в стан-
дарт TIA. Стандарт IEEE 1596.3 
SCI-LVDS изначально был ори-
ентирован на дифференциальный 
PCL-интерфейс, поэтому, SCI-
LVDS следует понимать как раз-
новидность интерфейса SCI. Стан-
дарт описывает требования, как к 
электрическим характеристикам, 
так и к протоколу кодирования и 
декодирования передаваемой ин-
формации.

Общие сведения о топологиях 
LVDS-систем

LVDS-система реализуется по 
одной из трех топологий, пред-

Компания National Semiconductor предлагает широкий вы-
бор продукции для MULTI-DROP-применений. Трансиверы 
DS91C176TM/D176TM и DS91C180TM/D180TM имеют воз-
можность подключения до 32 нагрузок и управляемую скорость 
фронтов сигналов. Подробнее об этих и других устройствах для 
MULTI-DROP-применений рассказывается в данной статье.

LMP8100 – усилитель 
с программируемым коэффи-
циентом усиления
Операционный усилитель LMP8100A 
дает гарантированную точность уси-
ления 0,03 % в диапазоне от 1 В/В 
до 16 В/В (с шагом 1 В/В) во всем 
индустриальном диапазоне темпера-
тур от -40 до 125°С.
Компания National Semiconductor 
представила LMP8100, полупре-
цизионный  PGA-усилитель с про-
граммной точностью установки 
коэффициента усиления 0,075% 
при температурном диапазоне от 
-40 до 85°С. Коэффициент усиле-
ния устанавливается с помощью 
массива из 16-ти прецизионных 
тонкопленочных резисторов. Яд-
ром PGA усилителей является 
33 МГц ОУ с CMOS-выходами, 
rail-to-rail, с типичным коэффи-
циентом усиления 110 Дб.

Отличительные характеристики 
LMP8100
LMP8100 обеспечивает четыре 
уровня внутренней частотой ком-
пенсаций, которые при высоких 
значениях коэффициента усиле-
ния расширяют значение шири-
ны полосы пропускания сигнала. 
Их встроенная опция калибровки 
нуля выхода позволяет пользова-
телю измерить выходной сдвиг на-
пряжения для калибровки умень-
шения ошибок от температуры  и 
напряжения.
Режим работы усилителя програм-
мируется через последовательный 
порт, что позволяет управлять не-
сколькими усилителями LMP8100 
от одного последовательного пор-
та микроконтроллера. Устройство 
имеет регистр управления усили-
теля и двойную буферизацию, что 
позволяет избежать ошибок меж-
ду записями установок.
LMP8100 имеет скорость нараста-
ния 12 В/мс и полосу пропуска-
ния 33 МГц. Диапазон напряже-
ния питания от 2,7 В до 6,5 В с 
током потребления 5,3 мА, выход-
ной ток 20 мА. В режиме энергос-
бережения ток потребления пада-
ет до 20 мА.
LMP8100 построены на технологи-
ческом процессе VIP50 BiCMOS и 
способны кардинально улучшить 
точность системы и уменьшить их 
энергопетребление.

Источник: 
www.national.com

LVDS-КОМПОНЕНТЫ 
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являются одной из последних раз-
работок National Semiconductor и 
представляют собой быстродейс-
твующие M-LVDS дифференци-

ся в выборе этой продукции помо-
гут таблица 1 и рисунок 3.

ИС DS91C176TM/D176TM и 
DS91C180TM/D180TM (рис. 4) 

ставленных на рисунке 1, или их 
комбинаций. Топология POINT-
TO-POINT применяется для пост-
роения последовательных или па-
раллельных быстродействующих 
шин передачи данных. В зависи-
мости от конкретного применения, 
топология POINT-TO-POINT мо-
жет быть симплексной (рис. 1а), 
полудуплексной (рис. 1б) или пол-
нодуплексной (рис. 1в). Топология 
MULTI-DROP используется в сис-
темах, в которых несколько LVDS-
компонентов необходимо синхро-
низировать общим LVDS-сигналом 
синхронизации. Такое решение 
позволяет добиться максимальной 
надежности функционирования 
системы синхронизации. Тополо-
гия MULTI-DROP также исполь-
зуется в тех случаях, когда одно 
ведущее устройство передает одну 
и ту же информацию нескольким 
подчиненным устройствам, под-
ключенным к общей шине. Топо-
логия MULTI-POINT LVDS (или 
M-LVDS) появилась недавно, ее 
появление было вызвано потребнос-
тями построения систем, в которых 
несколько LVDS-трансиверов под-
ключаются к общей линии связи. 
К компонентам такого трансивера 
(драйвер и приемник) предъявля-
ются несколько иные требования, 
изложенные в отдельном стандарте 
TIA/EIA-899. В частности, измене-
ния коснулись пороговых уровней 
приемника. Стандартом TIA/EIA-
899 определяется два типа прием-
ников с различными пороговыми 
уровнями (см. рис. 2). Кроме того, 
этим стандартом предписываются 
особые требования по управлению 
фронтами сигналов.

Компоненты 
National Semiconductor 
для MULTI-DROP-применений

Ранее уже упоминалось, что 
основным применением тополо-
гии MULTI-DROP является пос-
троение системы распределенной 
синхронизации, которая бы обес-
печивала высокое быстродействие 
и малые дрожания. Компания 
National Semiconductor предлага-
ет широкий выбор продукции для 
реализации топологии MULTI-
DROP, в т.ч. драйверы и приемни-
ки с одним (1:1) или несколькими 
выходами (1:n). Сориентировать-

Рис. 1. Топологии LVDS-систем

а)

б)

в)

Рис. 2. Пороговые уровни LVDS-приемников
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Таблица 1. Краткая характеристика компонентов National Semiconductor для MULTI-DROP-применений

Наименование

Коли-
чество 
драйве-

ров

Коли-
чество 

приемни-
ков

Совместимость 
входа Выход

Максималь-
ное быст-

родействие 
канала, МГц

Корпус Примечания

Драйверы

DS91C176TM/D176TM 1 1
M-LVDS/
LVDS

M-LVDS 100 SOIC-8
Полудуплекс, управляе-
мая скорость фронтов

DS91C180TM/D180TM 1 1
M-LVDS/
LVDS

M-LVDS 100 SOIC-8
Полный дуплекс, управ-
ляемая скорость фронтов

 DS92LV010ATM 1 1
LVDS/
LVPECL/
CML

B-LVDS 80 SOIC-8 Работа при 3,3 или 5 В

DS92001TM/TLD 1 1
LVDS/
LVPECL/
CML

B-LVDS 200 SOIC/LLP-8
Управляемая скорость 
фронтов, флаг LOS

DS92LV040ATLQA 4 4
LVDS/
LVPECL/
CML

B-LVDS 100 LLP-44
Управляемая скорость 
фронтов, малый перекос

 Приемники (1:1)

DS91C176TM/D176TM 1 1
M-LVDS/
LVDS

M-LVDS 100 SOIC-8
Полудуплекс, тип 2/1, 
широкий диапазон син-
фазных напряжений

DS91C180TM/D180TM 1 1
M-LVDS/
LVDS

M-LVDS 100 SOIC-14
Полный дуплекс, тип 
2/1, широкий диапазон 
синфазных напряжений

DS90LV012ATMF/
ATLD

0 1
LVDS/
LVPECL/
CML

LVTTL 200
SOT23-5, 

LLP-8

Расположение выводов, 
облегчающее трассиров-
ку платы, миниатюрные 
корпуса

DS90LT012ATMF/
ATLD

0 1
LVDS/
LVPECL/
CML

LVTTL 200
SOT23-5, 

LLP-8

Расположение выводов, 
облегчающее трассиров-
ку платы, миниатюрные 
корпуса

DS90LV028ATM 0 2
LVDS/
LVPECL/
CML

LVTTL 200 SOIC-8
Расположение выводов, 
облегчающее трассировку 
платы

DS90LV048ATM/
ATMTC

0 4
LVDS/
LVPECL/
CML

LVTTL 200
SOIC/

TSSOP-16

Расположение выводов, 
облегчающее трассировку 
платы

  Приемники (1:n)

SCAN90CP02SP/VY 2 2
LVDS/
LVPECL/
CML

LVDS 750
LLP-28/ 
LQFP-32

Программируемая кор-
рекция предыскажений, 
интерфейс JTAG, 1149.6

DS90CP04TLD 4 4
LVDS/
LVPECL/
CML

LVDS 1250 LLP-32
Очень малые дрожания, 
малое посадочное место

DS92CK16TMTC 1 6 LVDS/LVTTL
VTTL и 
B-LVDS

125 TSSOP-24

Поддерживаемые конфи-
гурации:
A) LVTTL-вход, до 6 
LVTTL- + 1 BLVDS-вы-
ходов
B) LVDS-вход, до 6 
LVTTL-выходов

DS90LV110ATMT 1 10
LVDS/
LVPECL/
CML

LVDS 200 TSSOP-28
Малые дрожания выход-
ных сигналов

Прим.: Вся продукция рассчитана на работу в промышленном температурном диапазоне: -40...85°С.

альные трансиверы. Эта разра-
ботка может использоваться в 
MULTI-DROP-применениях (на-
пример, для распределения сиг-
налов синхронизации на объеди-
ненных платах с шиной ATCA, 
являющейся улучшенной по быст-
родействию версией CompactPCI). 
DS91C176TM/D176TM и 
DS91C180TM/D180TM полно-

стью отвечают требованиям но-
вого интерфейсного стандарта M-
LVDS (TIA/EIA-899), в т.ч. – по 
улучшенной нагрузочной способ-
ности (возможность подключе-
ния до 32 нагрузок) и управляе-
мой скорости фронтов сигналов 
(позволяет минимизировать от-
ражения сигналов и электромаг-
нитные излучения). Их мини-

мальная длительность фронтов, 
равная 1 нс, позволяет работать 
с ответвлениями длиной до 5 см. 
За счет расширенного диапазона 
синфазных напряжений улучшен 
запас устойчивости к действию 
шума. DS91C176/DS91D176 — 
полудуплексный трансивер в кор-
пусе SOIC-8, драйвер которого 
преобразует входящие LVTTL/
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Получение технической информа-
ции, заказ образцов, поставка – 
e-mail: analog.vesti@compel.ru

Рис. 3. Компоненты National Semiconductor для MULTI-DROP-применений

Рис. 4. Расположение выводов DS91C176/DS91D176 и DS91C180/DS91D180

LVCMOS-сигналы в дифферен-
циальный M-LVDS сигнал, а при-
емник преобразует низковоль-
тные дифференциальные сигналы 
(LVDS, B-LVDS, M-LVDS, LV-
PECL) в 3-вольтовые LVCMOS-
сигналы. DS91C180TM/D180TM 
идентичен по электрическим ха-
рактеристикам, а отличается тем, 
что поддерживает полнодуплекс-
ную конфигурацию и размещается 
в корпусе SOIC-14. Суффикс «D» 
означает, что встроенный при-
емник является 1-го типа, а «C» 
означает, что приемник относит-
ся ко 2-му типу. Приемники 2-го 
типа поддерживают возможность 
работы в отказоустойчивой кон-
фигурации по типу монтажного 
«ИЛИ», что достигается смещени-
ем пороговых уровней на 100 мВ 
(см. рис. 2).


